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(54) Verfahren fiir die Montage von mit Bumps versehenen Halbleiterchips auf Substratplatzen eines
Substrats.

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren far die Montage von
mit Bumps (1) versehenen Halbleiterchips (2) als Flipchips (3)
auf Substratplatzen eines Substrats (11). Das Verfahren umfasst
das Platzieren eines Flipchips (3) in einer ortsfest angeordneten
Kavitat (18), wo die Bumps (1) mit Flussmittel benetzt werden
und mittels einer Kamera (14) die Lage des Flipchips (3) ermittelt
wird. Das Verfahren umfasst weiter das Verwenden eines Trans-
portkopfs (8) und eines Bondkopfs (10), die eine schnelle und
hochgenaue Montage ermdglichen.




CH 711 536 B1

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren fur die Montage von mit Bumps versehenen Halbleiterchips als Flipchip auf
Substratplatzen eines Substrats.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren fir die Montage von Halbleiterchips als Flipchip auf einem
Substrat zu entwickeln, das einerseits eine extrem hohe Platzierungsgenauigkeit und andererseits einen méglichst hohen
Durchsatz erméglicht.

[0003] Die genannte Aufgabe wird erfindungsgemass gelést durch die Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausge-
staltungen ergeben sich aus den abhangigen Ansprichen.

[0004] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfiihrungsbeispiels und anhand der Zeichnung néher erlautert.
Die Figuren sind schematisch und nicht massstéblich gezeichnet.

Beschreibung der Figuren
[0005]

Fig. 1 zeigt schematisch und in seitlicher Ansicht eine Vorrichtung fir die Montage von mit Bumps versehenen Halb-
leiterchips als Flipchip,

Fig. 2 zeigt einen Kameratrager in Aufsicht, und

Fig. 3 zeigt ein Pixelkoordinatensystem und ein Maschinenkoordinatensystem.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0006] Die Fig. 1 zeigt schematisch und in seitlicher Ansicht eine Vorrichtung flr die Montage von mit Bumps 1 versehe-
nen Halbleiterchips 2 als Flipchip 3, die fur die Durchfihrung des erfindungsgeméssen Verfahrens eingerichtet ist. Die
Vorrichtung umfasst einen Wafertisch 4 fir die Bereitstellung der Halbleiterchips 2, eine Flipvorrichtung 5 mit einem Pick-
up-Kopf 6, ein erstes Transportsystem 7 mit einem Transportkopf 8, ein zweites Transportsystem 9 mit einem Bondkopf
10, ein (nicht dargestelltes) Transportsystem fiir die Zufiihrung und Bereitstellung von Substraten 11 auf einer Auflage 12,
eine Einrichtung 13 flr die Benetzung der Halbleiterchips mit Flussmittel, eine erste Kamera 14 und eine zweite Kamera
15. Die Einrichtung 13 umfasst einen Kameratrager 16, eine Platte 17 mit einer Kavitat 18, deren Boden durchsichtig ist,
und einen nach unten offenen Flussmittelbehalter 19. Die Position des Bondkopfs 10 wird durch Maschinenkoordinaten
beschrieben. Die Vorrichtung wird von einer nicht dargestellten Steuereinrichtung gesteuert.

[0007] Das erste Transportsystem 7 ist eingerichtet, den Transportkopf 8 in zumindest zwei Raumrichtungen zu bewegen.
Das zweite Transportsystem 9 ist eingerichtet, den Bondkopf 10 in drei Raumrichtungen zu bewegen.

[0008] Bei einer anderen, ebenfalls fur die Durchfihrung des erfindungsgeméassen Verfahrens geeigneten Vorrichtung
sind der Wafertisch 4 und die Flipvorrichtung 5 mit dem Pick-up-Kopf 6 nicht vorhanden, sondern durch ein Zuflihrgerat
(auch «Feeder» genannt) ersetzt, das die Halbleiterchips 2 direkt als Flipchips 3 bereitstellt. Bei einer solchen Vorrichtung
stellt das in der Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 4 dargestellte Element das Zufihrgerat dar.

[0009] Der Kameratrager 16 ist ortsfest an der Vorrichtung angeordnet und umfasst einen Boden 20, auf dem die erste
Kamera 14 befestigt ist, und wenigstens zwei Seitenwande 21. Die Platte 17 ist I6sbar auf dem Kameratrager 16 gelagert.
Die Fig. 2 zeigt den Kameratrager 16 in Aufsicht. Der Kameratrdger 16 umfasst eine erste optische Markierung 22 und,
fakultativ, mindestens eine weitere optische Markierung 23. Der Kameratrager 16 ist mechanisch steif ausgebildet, derart,
dass die erste Kamera 14 und die optische(n) Markierung(en) 22 und gegebenenfalls 23 in einem starren geometrischen
Bezug zueinander stehen, sodass die Lage und Orientierung des den Bildern der ersten Kamera 14 zugeordneten Pixel-
koordinatensystems in einem festen, d.h. hier als unveranderlich angenommenen, Bezug zu der Lage der optische(n)
Markierung(en) 22 und gegebenenfalls 23 sind.

[0010] Die optische(n) Markierung(en) 22 und gegebenenfalls 23 sind bevorzugt in einer senkrecht zur Oberflache der
Auflage 12 fir die Substrate 11 verlaufenden Richtung in einer Hohe angeordnet, die im Wesentlichen gleich ist wie die
Hoéhe der Substratplatze. Dies bietet den Vorteil, dass sich der Bondkopf 10 im Wesentlichen auf der gleichen Hohe
befindet, wenn die zweite Kamera 15 ein Bild der optische(n) Markierung(en) 22 und gegebenenfalls 23 oder ein Bild
der Substratplatze bzw. ein Bild von Substratmarkierungen eines Substrats aufnimmt. D.h. der Bondkopf 10 muss nicht
auf unterschiedliche Héhen angehoben werden, um die zu fotografierenden Objekte in die Scharfenebene der zweiten
Kamera 15 zu bringen.

[0011] Aus dem von der ersten Kamera 14 aufgenommen Bild des Flipchips 3 werden Pixelkoordinaten des Flipchips 3
ermittelt und mithilfe von ersten Geometriedaten in Maschinenkoordinaten des Bondkopfs 10 umgerechnet. Die ersten
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Geometriedaten umfassen die Position der ersten optischen Markierung 22 und einen Vektor A mit festen Werten (u, v),
der Richtung und Abstand von der ersten optischen Markierung 22 zu einem Bezugspunkt des Pixelkoordinatensystems
der ersten Kamera 14 bezeichnet. Die ersten Geometriedaten umfassen weiter einen festen Winkel y, der die Verdrehung
zwischen dem Pixelkoordinatensystem der ersten Kamera 14 und dem Maschinenkoordinatensystem des Bondkopfs 10
beschreibt. Falls mehr als nur eine optische Markierung vorhanden ist, dann umfassen die ersten Geometriedaten die
Position jeder weiteren optischen Markierung und einen zugeordneten Vektor mit festen Werten, der Richtung und Ab-
stand von der weiteren optischen Markierung zu dem Bezugspunkt des Pixelkoordinatensystems der ersten Kamera 14
bezeichnet.

[0012] Die Fig. 3 zeigt schematisch das Maschinenkoordinatensystem MS des Bondkopfs 10, das Pixelkoordinatensystem
PS der ersten Kamera 14, die erste optische Markierung 22, den Vektor A und den Winkel y. Die Werte (u, v) des Vektors
A sind Zahlen im Maschinenkoordinatensystem MS.

[0013] Bei dem erfindungsgemassen Verfahren wird, wie nachfolgend noch im Detail erlautert wird, der Flipchip 3 in der
Kavitat 18 abgesetzt, wobei seine Bumps 1 in das Flussmittel eintauchen, mit der ersten Kamera 14 ein Bild aufgenommen,
und nach Ablauf einer Benetzungszeit der Flipchip 3 aus der Kavitat 18 entnommen und auf dem Substrat 11 montiert.
Die Kavitat 18 befindet sich wahrend dieser Phase an einem festen Platz oberhalb der ersten Kamera 14 und das Blickfeld
der ersten Kamera 14 ist auf den Boden der Kavitat 18 gerichtet, sodass in ihrem Bild die Unterseite des Flipchips 3 mit
den Bumps 1 erscheint.

[0014] Bei einer ersten Ausfliihrungsform ist der Flussmittelbehalter 19 ortsfest angeordnet. In diesem Fall umfasst die
Einrichtung 13 einen Antrieb flr eine Hin-und-her-Bewegung der Platte 17. Zum Fllen der Kavitat 18 mit Flussmittel wird
die Platte 17 so weit bewegt, dass sich die Kavitat 18 unterhalb des Flussmittelbehalters 19 oder auf der gegenlberlie-
genden Seite des Flussmittelbehalters 19 befindet, und dann wieder zuriickbewegt, sodass sich die Kavitat 18 an dem
genannten Platz oberhalb der ersten Kamera 14 befindet.

[0015] Bei einer zweiten Ausfliihrungsform ist die Platte 17 ortsfest angeordnet, wobei sich die Kavitat 18 oberhalb der
ersten Kamera 14 befindet. In diesem Fall umfasst die Einrichtung 13 einen Antrieb fiir die Bewegung des Flussmittelbe-
halters 19 von der einen Seite der Kavitat 18 auf die gegeniberliegende Seite der Kavitat 18. Dabei gleitet der Flussmit-
telbehalter 19 auf der Platte 17 und flllt die Kavitat 18 mit Flussmittel.

[0016] Die zweite Kamera 15 ist am Bondkopf 10 befestigt. Die optische Achse der Kamera 15 verlauft parallel zur Grei-
fachse des Bondkopfs 10. Die zweite Kamera 15 ist mechanisch derart am Bondkopf 10 befestigt, dass die Orientierung
des den Bildern der zweiten Kamera 15 zugeordneten Pixelkoordinatensystems in einem festen geometrischen Bezug zu
der Greifachse des Bondkopfs 10 steht. Die Pixelkoordinaten des Substratplatzes, die anhand mindestens eines von der
zweiten Kamera 15 aufgenommen Bildes des Substratplatzes oder von Markierungen auf dem Substrat ermittelt werden,
werden mithilfe von zweiten Geometriedaten in Maschinenkoordinaten des Bondkopfs 10 umgerechnet.

[0017] Die zweiten Geometriedaten umfassen einen Vektor B mit Werten (x, y), der Richtung und Abstand von einem
Bezugspunkt des Pixelkoordinatensystems der zweiten Kamera 15 zu einem Bezugspunkt des Maschinenkoordinaten-
systems des Bondkopfs 10 bezeichnet. Die zweiten Geometriedaten umfassen weiter einen Winkel ¢, der die Verdrehung
dieser beiden Koordinatensysteme beschreibt.

[0018] Die ersten und zweiten Geometriedaten umfassen des Weiteren Skalierungsfaktoren, die die Umrechnung von
Werten im Pixelkoordinatensystem der jeweiligen Kamera in Werte im Maschinenkoordinatensystem des Bondkopfs 10
ermoglichen. Die ersten und zweiten Geometriedaten werden in einer Kalibrierungsphase bestimmt, die vor der Monta-
gephase durchgefiihrt wird. Die Kalibrierungsphase kann zu verschiedenen Zeitpunkten durchgefiihrt werden, um die
Langzeitstabilitat der Vorrichtung und des Verfahrens zu erhéhen.

[0019] Die beschriebenen Ausfihrungsformen der Vorrichtung sind geeignet, das erfindungsgemasse Verfahren fir die
Montage der Halbleiterchips als Flipchip auf dem Substrat durchzufiihren. Das erfindungsgemasse Verfahren umfasst
dabei einerseits die oben genannte Kalibrierungsphase, in der die ersten und zweiten Geometriedaten bestimmt werden,
und die Montagephase, in der fur jeden Halbleiterchip folgende Schritte durchgefiihrt werden:

entweder: mit dem Wafertisch 4 Bereitstellen des Halbleiterchips 2 an einem vorbestimmten Ort;

mit dem Pick-up-Kopf 6 der Flipvorrichtung 5 Entnehmen des bereitgestellten Halbleiterchips 2 und Drehen des
Halbleiterchips 2 um 180°, um den Halbleiterchip 2 als Flipchip 3 bereitzustellen;

oder: mit einem Zufuhrgerat Bereitstellen des Halbleiterchips 2 als Flipchip;
mit dem Transportkopf 8 Ubernehmen des Flipchips 3 von dem Pick-up-Kopf 6 bzw. dem Zufiihrgerét;

Fullen der in der Platte 17 angeordneten und mit dem durchsichtigen Boden ausgebildeten Kavitat 18 mit Fluss-
mittel, wobei die Platte 17 entweder stationar angeordnet ist oder nach dem Flllen der Kavitat 18 bewegt wird, so-
dass sich die Kavitét 18 in beiden Féllen oberhalb der ersten Kamera 14 befindet;
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Absetzen des Flipchips 3 in der Kavitat 18, wobei die Bumps 1 dem Boden der Kavitat 18 zugewandt sind;

mit der ersten Kamera 14 Aufnehmen eines Bildes des Flipchips 3 und Bestimmen einer Ist-Lage des Flipchips 3
in Bezug auf ein Maschinenkoordinatensystem des Bondkopfs 10 anhand des Bildes und der ersten Geometrieda-
ten;

mit dem Bondkopf 10 Entnehmen des Flipchips 3 aus der Kavitat 18;

Bestimmen einer Ist-Lage des Substratplatzes in Bezug auf das Maschinenkoordinatensystem des Bondkopfs 10
entweder durch:

Bewegen des Bondkopfs 10 an eine Position (iber dem Substratplatz, in der der Substratplatz im Blickfeld der
zweiten Kamera 15 ist,

mit der zweiten Kamera 15 Aufnehmen mindestens eines Bildes, und

Berechnen der Ist-Lage des Substratplatzes anhand der Lage des Substratplatzes in dem mindestens einen
Bild und der zweiten Geometriedaten;

oder durch:

Berechnen der Ist-Lage des Substratplatzes mithilfe von Ist-Lagen von wenigstens zwei Substratmarkierungen,
wobei die Ist-Lage von jeder der wenigstens zwei Substratmarkierungen jeweils nach dem Zufiihren eines neu-
en Substrats 11 zu der Auflage 12 bestimmt wird durch:

Bewegen des Bondkopfs 10 an eine Position (ber dem Substrat 11, in der die Substratmarkierung im Blickfeld
der zweiten Kamera 15 ist,

mit der zweiten Kamera 15 Aufnehmen eines Bildes, und
Bestimmen der Ist-Lage der Substratmarkierung anhand des Bildes und der zweiten Geometriedaten; und

Berechnen der von dem Bondkopf 10 anzufahrenden Position aufgrund der ermittelten Ist-Lage des Flipchips 3
und der ermittelten Ist-Lage des Substratplatzes; und

Bewegen des Bondkopfs 10 an die berechnete Position und Absetzen des Flipchips 3 auf dem Substratplatz.

[0020] Die Ausristung der Vorrichtung mit dem Transportkopf 8, der den Flipchip 3 von dem Pick-up-Kopf 6 oder dem
Zuflhrgerat Ubernimmt und in der Kavitét 18 platziert, und mit dem Bondkopf 10, der den Flipchip 3 aus der Kavitat
18 entnimmt und auf dem Substrat 11 platziert, ermdglicht eine Erhéhung des Durchsatzes der Vorrichtung, weil der
Transportkopf 8 und der Bondkopf 10 weitgehend gleichzeitig, d.h. parallel, arbeiten kdnnen. Die Steuereinrichtung ist
eingerichtet, die Bewegungen des Transportkopfs 8 und des Bondkopfs 10 derart zu steuern, dass die beiden Képfe
zumindest teilweise gleichzeitig in Bewegung sind, ohne miteinander zusammenzustossen. Im Hinblick auf einen moglichst
hohen Durchsatz der Vorrichtung ist die Steuereinrichtung insbesondere programmiert, den Ablauf der einzelnen Schritte
des Verfahrens derart zu steuern, dass der Transportkopf 8 den nachfolgenden Flipchip 3 so schnell, wie dies aufgrund
der Dauer der einzelnen Prozessschritte mdglich ist, in der Kavitat 18 absetzt, nachdem der Bondkopf 10 den als nachstes
zu montierenden Flipchip 3 aus der Kavitat 18 entnommen hat.

[0021] Die Fig. 1 zeigt die Vorrichtung zu einem Zeitpunkt, bei dem der Pick-up-Kopf 6 der Flipvorrichtung 5 einen Halb-
leiterchip 2 vom Wafertisch 4 entnommen hat, ein Flipchip 3 in der Kavitat 18 platziert ist, und der Bondkopf 10 einen mit
Flussmittel benetzten Flipchip 3 zum Substrat 11 transportiert.

[0022] Das von der ersten Kamera 14 aufgenommene Bild des Flipchips 3 kann auch verwendet werden, um neben
der Ermittlung der Ist-Lage des Flipchips 3 zu prifen, ob alle Bumps 1 vorhanden und/oder richtig benetzt sind. Zudem
kann die erste Kamera 14 ein Bild nach dem andern des Flipchips 3 aufnehmen, die Bildverarbeitungssoftware das Bild
auswerten und Uberpriifen, ob alle Bumps 1 richtig benetzt sind, und sobald dies der Fall ist, eine Meldung abgeben, dass
der Bondkopf 10 den Flipchip 3 sofort aus der Kavitat 18 entnimmt und auf dem Substratplatz platziert.

[0023] Wenn der Blickwinkel der zweiten Kamera 15 relativ klein ist, sodass nicht der ganze Substratplatz im Bild Platz
findet, dann wird der Bondkopf 10 mit Vorteil an verschiedene Positionen gefahren und an jeder Position ein Bild aufge-
nommen, das einen Teil des Substratplatzes enthalt. Die Lage und Orientierung des Substratplatzes werden dann anhand
dieser Bilder bestimmt.

[0024] Bei einem ersten Produktionsmodus wird also die Lage des Substratplatzes, auf dem der Flipchip zu platzieren ist,
anhand mindestens eines Bildes des Substratplatzes ermittelt. Bei einem zweiten Produktionsmodus wird jeweils nach
dem Zufuhren eines neuen Substrats anhand von Substratmarkierungen einmalig dessen Lage bestimmt und dann die
einzelnen Zielpositionen der Flipchips mithilfe von geometrischen Materialdaten berechnet. Ein solcher Anwendungsfall
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ist das «wafer level packaging» (WLP), bei dem das Substrat ein mit Kunststoff ibergossener Wafer ist. Der Wafer enthalt
keine Positionsmarkierungen der einzelnen Substratplatze, sondern Substratmarkierungen, die in der Nahe des Randes
des Wafers angebracht sind.

[0025] Um beispielsweise durch Temperaturanderungen bedingte Positionierungsfehler des Flipchips 3 auf dem Substrat-
platz auszuschliessen, wird die Position der ersten optischen Markierung 22 in der Kalibrierungsphase bestimmt und an
einem oder mehreren vorbestimmten Zeitpunkten aktualisiert durch:

Bewegen des Bondkopfs 10 an eine Position, in der die erste optische Markierung 22 im Blickfeld der zweiten Ka-
mera 15 ist;

mit der zweiten Kamera 15 Aufnehmen eines Bildes;

Bestimmen der Position der ersten optischen Markierung 22 anhand des Bildes und der zweiten Geometriedaten;
und

Speichern der ermittelten Position als neue Position der ersten optischen Markierung 22.

[0026] Die Erfindung macht somit von der Erkenntnis Gebrauch, dass eine oder mehrerer optische Markierungen, die
auf dem Kameratrager 16 aufgebracht ist/sind, auf dem die erste Kamera 14 befestigt ist, ausreichen, um den Einfluss
von Anderungen zwischen dem Pixelkoordinatensystem der ersten Kamera 14, dem Pixelkoordinatensystem der zweiten
Kamera 15 und dem Maschinenkoordinatensystem des Bondkopfs 10 auf die Positionierung des Flipchips 3 auf dem
Substratplatz auf ein durch die heutigen Anforderungen gegebenes Mass zu reduzieren.

[0027] Falls eine oder mehrere weitere optische Markierungen vorhanden sind, beispielsweise die optische Markierung
23, dann wird die Position der weiteren optischen Markierung(en) in gleicher Weise in der Kalibrierungsphase bestimmt
und an den genannten Zeitpunkten aktualisiert.

[0028] Mit Vorteil sind zwei Pick-und-Place-Systeme vorhanden, die je eine Flipvorrichtung 5 mit einem Pick-up-Kopf 6,
ein erstes Transportsystem 7 mit einem Transportkopf 8, ein zweites Transportsystem 9 mit einem Bondkopf 10, eine
Einrichtung 13 flr die Benetzung eines Flipchips mit Flussmittel, sowie eine erste Kamera 14 und eine zweite Kamera 15
umfassen, die abwechslungsweise einen Halbleiterchip 2 von dem Wafertisch 4 holen und abwechslungsweise als Flipchip
3 auf dem auf der Auflage 12 bereitgestellten Substrat 11 montieren.

[0029] Das erfindungsgemasse Verfahren bietet folgende Vorteile:

— Das Absetzen des Flipchips in der Kavitat am gleichen Ort wie das Entnehmen des Flipchips aus der Kavitat gewahr-
leistet, dass die Verteilung des Flussmittels in der Kavitat nicht durch Bewegungen der Kavitat von einem ersten Ort
zu einem zweiten Ort verandert wird und dass sich der Flipchip in der Kavitat nicht verschiebt, was sich unglnstig
auf die Benetzung der Bumps des Flipchips auswirken oder zu einer Reduzierung des Durchsatzes der Vorrichtung
fihren kdnnte.

— Die Dauer, wahrend der die Bumps des Flipchips in das Flussmittel eingetaucht sind, ist unabhangig von den anderen
Prozessschritten einstellbar. Dies ist wichtig, um einerseits eine optimale Benetzung der Bumps des Flipchips und
andererseits einen moglichst hohen Durchsatz zu erreichen.

— Die Ausrlstung mit Transportkopf und Bondkopf und das gleichzeitige, parallele Arbeiten von Transportkopf und Bond-
kopf erhéht den Durchsatz der Vorrichtung.

Patentanspriiche

1. Verfahren fur die Montage von mit Bumps (1) versehenen Halbleiterchips (2) auf Substratplatzen eines Substrats
(11), bei dem in einer Kalibrierungsphase erste und zweite Geometriedaten bestimmt werden und bei dem in einer
Montagephase fir jeden Halbleiterchip (2) folgende Schritte durchgefihrt werden:
entweder: mit einem Wafertisch (4) Bereitstellen des Halbleiterchips (2) an einem vorbestimmten Ort;
mit einem Pick-up-Kopf (6) einer Flipvorrichtung (5) Entnehmen des bereitgestellten Halbleiterchips (2) und Drehen
des Halbleiterchips (2) um 180°, um den Halbleiterchip (2) als Flipchip (3) bereitzustellen;
oder: mit einem Zufuihrgeréat Bereitstellen des Halbleiterchips (2) als Flipchip (3);
mit einem Transportkopf (8) Ubernehmen des Flipchips (3) von dem Pick-up-Kopf (6) bzw. dem Zufiihrgerat;

Fillen einer in einer Platte (17) angeordneten und mit einem durchsichtigen Boden ausgebildeten Kavitat (18) mit
Flussmittel, wobei die Platte (17) entweder stationér angeordnet ist oder nach dem Flllen der Kavitat (18) bewegt wird,
sodass sich die Kavitat (18) in beiden Féallen oberhalb einer ersten Kamera (14) befindet, die ortsfest angeordnet ist;
Absetzen des Flipchips (3) in der Kavitat (18), wobei die Bumps (1) dem Boden der Kavitat (18) zugewandt sind;

mit der ersten Kamera (14) Aufnehmen eines Bildes des Flipchips (3) und Bestimmen einer Ist-Lage des Flipchips
(3) in Bezug auf ein Maschinenkoordinatensystem eines Bondkopfs (10) anhand des Bildes und der ersten Geome-
triedaten;

mit dem Bondkopf (10) Entnehmen des Flipchips (3) aus der Kavitat (18);
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Bestimmen einer Ist-Lage des Substratplatzes in Bezug auf das Maschinenkoordinatensystem des Bondkopfs (10)
mithilfe einer zweiten Kamera (15), die am Bondkopf (10) befestigt ist, entweder durch:

Bewegen des Bondkopfs (10) an eine Position (ber dem Substratplatz, in der der Substratplatz im Blickfeld der
zweiten Kamera (15) ist,

mit der zweiten Kamera (15) Aufnehmen mindestens eines Bildes, und Berechnen der Ist-Lage des Substratplatzes
anhand der Lage des Substratplatzes in dem mindestens einen Bild und der zweiten Geometriedaten;
oder durch:

Berechnen der Ist-Lage des Substratplatzes mithilfe von Ist-Lagen von wenigstens zwei Substratmarkierungen,
wobei die Ist-Lage von jeder der wenigstens zwei Substratmarkierungen jeweils nach dem Zuflihren eines neuen
Substrats (11) zu der Auflage (12) bestimmt wird durch:

Bewegen des Bondkopfs (10) an eine Position liber dem Substrat, in der die Substratmarkierung im Blickfeld der
zweiten Kamera (15) ist,

mit der zweiten Kamera (15) Aufnehmen eines Bildes, und

Bestimmen der Ist-Lage der Substratmarkierung anhand des Bildes und der zweiten Geometriedaten; und
Berechnen einer anzufahrenden Position des Bondkopfs (10) aufgrund der ermittelten Ist-Lage des Flipchips (3) und
der Ist-Lage des Substratplatzes; und
Bewegen des Bondkopfs (10) an die berechnete Position und Absetzen des Flipchips (3) auf dem Substratplatz, wobei
der Transportkopf (8) und der Bondkopf (10) zumindest teilweise gleichzeitig in Bewegung sind.

Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die ersten Geometriedaten eine Position einer ersten optischen Markierung (22)
und einen ersten festen Vektor umfassen, der Richtung und Abstand von der ersten optischen Markierung (22) zu
einem Bezugspunkt eines Pixelkoordinatensystems der ersten Kamera (14) bezeichnet, und bei dem an wenigstens
einem vorbestimmten Zeitpunkt die Position der ersten optischen Markierung (22) aktualisiert wird durch:

Bewegen des Bondkopfs (10) an eine Position, in der die erste optische Markierung (22) im Blickfeld der zweiten
Kamera (15) ist;

mit der zweiten Kamera (15) Aufnehmen eines Bildes;

Bestimmen der Position der ersten optischen Markierung (22) anhand des Bildes und der zweiten Geometriedaten;
und

Speichern der ermittelten Position als neue Position der ersten optischen Markierung (22).

Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die ersten Geometriedaten eine Position von mindestens einer weiteren opti-
schen Markierung (23) und einen weiteren festen Vektor umfassen, der Richtung und Abstand von der weiteren op-
tischen Markierung zu dem Bezugspunkt des Pixelkoordinatensystems der ersten Kamera (14) bezeichnet, und bei
dem an dem genannten Zeitpunkt die Position der weiteren optischen Markierung (23) aktualisiert wird durch:
Bewegen des Bondkopfs (10) an eine Position, in der die weitere optische Markierung (23) im Blickfeld der zweiten
Kamera (15) ist;

mit der zweiten Kamera (15) Aufnehmen eines Bildes;

Bestimmen der Position der weiteren optischen Markierung (23) anhand des Bildes und der zweiten Geometriedaten;
und

Speichern der ermittelten Position als neue Position der weiteren optischen Markierung (23).

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, bei dem die optische(n) Markierung(en) durch die Platte (17) abgedeckt ist/sind,
wenn sich die Kavitat (18) der Platte (17) in der Position oberhalb der ersten Kamera (14) befindet, das Verfahren weiter
umfassend Bewegen der Platte (17) in eine Position, in der die optische(n) Markierung(en) (22, 23) frei liegt/liegen,
bevor die Position(en) der optische(n) Markierung(en) (22, 23) aktualisiert wird/werden.
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